
第一图书网, tushu007.com
<<电子组装中的无铅软钎焊技术>>

图书基本信息

书名：<<电子组装中的无铅软钎焊技术>>

13位ISBN编号：9787560322476

10位ISBN编号：7560322476

出版时间：2006-6

出版时间：哈尔滨工业大学出版社发行部

作者：马鑫

页数：334

字数：482000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<电子组装中的无铅软钎焊技术>>

内容概要

无铅软钎焊技术作为电子组装行业的新兴技术及未来的发展方向，拥有极大的应用价值和市场空间。
本书从无铅化的根本，即无铅焊料的定义出发，描述无铅焊料的各种基本性能，重点论述无铅软钎焊
的物理化学过程，并对电子组装技术的无铅化所面对的技术问题进行分析和阐述，最后论述无铅化焊
接所带来的电子组装产品可靠性的新问题。
同时，本书结合市场的实际情况，对无铅焊料成分的专利问题也进行详细阐述。
    本书可作为高等学校材料加工工程学科的硕士研究生专业课教材，还可以作为焊接技术与工程专业
本科生的教学参考书，也可供电子加工企业的从业人员，特别是工程部与品管部的相关技术人员参考
。
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